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ИССЛЕДОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 
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ПОМОЩЬЮ 3ω МЕТОДА 

Для эффективного преобразования тепловой энергии в электрическую необходимы 

материалы с высокими термоэлектрическими свойствами. Ключевыми свойствами являются 

наличие высокой дырочной или электронной проводимости σ (S·m-1), наличие высокого 

коэффициента Зеебека S (V·K-1), а также наименьшего коэффициента теплопроводности κ 

(W·m-1·K-1) в таких материалах [1]. Общей интегральной характеристикой 

термоэлектрических материалов является термоэлектрическая добротность 2( / ) ,ZT S T   

где T – средняя температура между горячей и холодной стороной термоэлектрического 

преобразователя. Современная научная тенденция сейчас активно направлена на 

исследование и создание именно наноструктурированных термоэлектрических материалов 

[2-5]. Это связано с тем, что за счет структурных особенностей можно изменять 

термоэлектрическую добротность и значительно ее повысить. 

Нетривиальной задачей является исследование коэффициента теплопроводности в 

тонких пленках [6]. Трудности измерения существуют из-за того, что тонкие пленки 

располагаются на подложках с толщиной значительно большей чем толщина самой тонкой 

пленки. Таким образом исследования коэффициента теплопроводности в новых 

наноструктурированных тонких пленках является ключевой задачей. 

В рамках настоящей работы была создана установка по измерению коэффициента 

теплопроводности в тонких пленках. Коэффициент теплопроводности был измерен в тонких 

Co – Al2O3, ОУНТ и ОУНТ/ZnO пленках. Зависимости коэффициента теплопроводности от 

размера наночастиц Co, толщины ОУНТ и температуры были обнаружены. 

На рис. 1. представлена разработанная установка по измерению коэффициента 

теплопроводности с помощью 3ω метода. 

 

 
 

 

Рис. 1. Внешний вид (слева) и панель управления (справа) установки по измерению коэффициента 

теплопроводности в тонких пленках с помощью 3ω метода. 
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На рис. 2 представлена зависимость коэффициента теплопроводности от температуры 

для тонких пленок. 

 

  
Рис. 2. Температурная зависимость коэффициента теплопроводности для тонких Co – Al2O3 пленок (слева) и 

пленок на основе ОУНТ (справа). 

 

В заключении, создана установка по измерению коэффициента теплопроводности в 

различных тонких пленках с помощью 3ω метода. Исследования коэффициента 

теплопроводности в наноструктурированных тонких пленках могут быть использованы для 

создания высокоэффективных термоэлектрических преобразователей. 
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